
X射线芯片检测系统
1 设备名称：
X射线芯片检测系统
2 数量：
1套
3 设备用途说明：
当X射线穿透样品时，物质的密度和原子序数越大，材料对X射线的吸收越强，利用此方法可以检测电子产品和电子封装材料内部的结构和裂纹、空洞等缺陷，是半导体制造、芯片封装研究中缺陷检测、品质分析和失效分析的重要检测手段。

4 技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
5 配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备主机
	套
	1

	2
	X射线光管
	套
	1

	3
	高压发生器
	套
	1

	4
	高压电缆
	套
	1

	5
	X射线平板探测器
	套
	1

	6
	设备控制及图像分析软件
	套
	1

	7
	旋转托盘
	套
	1

	8
	金刚石靶
	套
	1

	9
	小样品夹
	套
	1

	10
	CT软件
	套
	1

	11
	二维X射线工业电脑
	套
	1

	12
	CT扫描分析工业电脑
	套
	1

	13
	随机配件包
	套
	1

	14
	操作手册
	套
	1


6 技术服务条款：
售后服务要求：
1) 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标方免费提供技术支持热线电话。
4) 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) 投标方提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
1) 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
2) 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：
合同签订后的9周内交货；
9 到货口岸及交货地点：
深圳口岸/深圳先进技术研究院。
10 验收标准：
1) 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
2) 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后，由卖方技术人员签字后交给买方验收。
3) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
11 其它：
对仪器设备生产厂家要求：

厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。
附：技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	利用不同物质的密度、原子序数等差异对透射X射线的吸收能力差异，可以检测电子产品和电子封装材料内部的结构和裂纹、空洞等缺陷，是半导体制造、芯片封装研究中缺陷检测、品质分析和失效分析的重要检测手段。要求最小特征分辨率：≤0.3µm，带计算机断层扫描(CT)分析功能。

	2
	性能指标
	一、X射线光管

	
	
	*1. 开放式X射线光管设计。

	
	
	2. X射线光管电压范围：不小于25KV-160KV，微调间隔1KV；电流范围：不小于0.01 ~ 1.0mA。

	
	
	3. X射线光管最大功率：不小于64W。

	
	
	4. 靶功率：不小于15W，可更换和旋转。

	
	
	*5. X射线焦点尺寸：≤0.6µm，最小特征分辨率：≤0.3µm。

	
	
	6. 具有闭环的X射线光强控制输出功能。

	
	
	二、样品台和操纵系统

	
	
	#7. 样品尺寸：不小于800×500mm，样品高度不小于300mm。

	
	
	#8. 检测区域尺寸：不小于460×410mm。

	
	
	*9.几何放大倍数不小于3,000X，整体放大倍数不小于20,000X。

	
	
	10. 样品承重：不小于5kg。

	
	
	11. 所有轴运动和X射线参数，可通过编程数控。

	
	
	*12. 配置满足的7轴运动系统如下：
工作台可进行X轴和Y轴移动
X射线光管和图像探测器可沿Z轴上下移动
图像探测器倾斜角度范围：不小于-70~70度（140度）
样品夹可360度自动旋转，倾斜不小于60度
CT轴360度旋转。

	
	
	三、X射线探测器

	
	
	*13. 采用非晶硅型高分辨率数字平板探测器。

	
	
	14. 感应晶圆显示输出130×80mm，探测器视野范围127mm× 78.7mm。

	
	
	15. 像素尺寸为127μm，像素100万（1,270×787pixel）。

	
	
	16. 图像灰度等级不小于16 bit，65,536级。

	
	
	17. 实时图像系统，扫描速度帧频为不低于60Fps。

	
	
	四、防护系统

	
	
	18. 防撞设计：X射线光管在工作台下面，使X射线光管能尽可能接近样品。

	
	
	19. 图像检测器可上下移动和倾斜，有防撞感应器。

	
	
	20. X射线泄露防护：机柜含铅材料制造防辐射，≤1.0µSv/h。只有X射线关闭后才能打开前部窗口，打开前部窗口时有保护。

	
	
	五、计算机与软件系统配置

	
	
	#21. 二维图像分析计算机配置不低于：
2核CPU，Intel E8400；内存4G，频率3.00GHz；NVIDIA GeForce 8400 GS显卡；1000G硬盘容量；带CDRW (DVD刻录)；24”液晶显示器。

	
	
	#22. CT功能（三维重构计算与分析）工作站配置不低于：

4核CPU，Intel Xeon CPU；12G内存，频率2.67GHz；3、NVIDIA GeForce GT X480显卡；1000G硬盘容量；CDRW (DVD刻录)和USB；24”液晶显示器。

	
	
	23. 操作系统：Windows7/64位操作环境。

	
	
	24. X射线对中、暖机、各轴初始化、真空检查、灯丝校正等全自动校正程序控制。

	
	
	25. 分析软件可以提供图像导航、BGA检测、空洞检测和分析、贯穿孔吃锡量检测、录像等功能。

	
	
	26. 由软件备份和断电保护功能。

	
	
	六、CT模块和CT软件

	
	
	27. 扫描方式：轴向扫描。

	
	
	28. 配置铝制夹具，可360度轴向安装。

	
	
	29. CT最大样品尺寸不小于210mm长×100mm宽×100mm高。

	
	
	30. CT软件：可进行三维结构重构，对检测物体可进行二维切片和三维无损断层分析，可输出三维模型图像和录像。

	
	
	31. 三维图像分析功能至少包含：任意旋转、切割、断面截取、测量、放大、缩小，旋转等，离线也可以查看三维重构模型。

	
	
	#32. 图像捕捉和捕捉速度：
含扫描功能模块和2D图像捕捉快速扫描模块
二维图像捕捉速率：不少于1080张/2分钟
1080张二维照片进行三维重构的时间不超过1分钟
三维分析结果时间不超过5分钟。

	
	
	33. 随机配件包至少提供：灯丝10颗、标准靶（钨靶）1个、光管密封圈1套、清洁笔1支、X射线管专用工具1套）

	3
	调试培训服务
	1. 至少一次现场免费培训。

	
	
	2. 满足24小时热线服务。

	4
	其他要求
	1. 订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件。

	
	
	2. 提供详细的用户手册及相关机械、电控等装配图纸。
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